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創鉅先進材料股份有限公司

免責聲明

 本公司發布之資料及內容力求準確，但無法保證其內容於發布後不會因時間推移

或事件演變而有所偏差或不完整。除法令另有要求外，本公司不因新資訊、

未來事件或其他情事變更事由，負有主動更新前瞻性陳述的義務。

 本報告中包含的對未來發展的陳述，屬於前瞻性陳述，可能涉及已知及未知的風險

與不確定性。實際結果可能因多種因素（如市場變化、宏觀經濟環境、產業競爭等）

而與預期有重大差異。

 本法說會內容不構成任何投資建議，投資人應審慎評估，並自行承擔所有投資風險。

 本內容為智慧財產，未經同意嚴禁複製或轉載。
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創鉅先進材料股份有限公司

願景 - 成為客戶信賴的先進材料提供者

誠信正直、創新卓越、永續共好

建構循環經濟與材料應用的平台；
打造以技術、服務、品質及方案解
決為導向的公司；為客戶、股東及
員工創造價值

成為客戶信賴的先進材料提供者

To Be

To Do

To Behave
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創鉅先進材料股份有限公司

發展歷程 - 創鉅於2025年從光洋科分拆成獨立子公司

2018

• CuP陽極材通過主要晶圓代
工廠的驗證

• 與客戶發展出半導體產業最
初的銅循環經濟

Cu

互連層電化學沉積陽極材

2019

• NiPt靶材通過主要晶圓代
工廠的驗證

• 濺鍍靶材通過先進封裝廠
的驗證

Pt Au

半導體前段及後段製程靶材

2021

互連層濺鍍靶材及濺鍍環

• 銅合金靶材通過主要晶圓代
工廠的驗證

• Ta環通過主要晶圓代工廠
的驗證

2024

• Ru靶材通過主要晶圓代工
廠的驗證

• 偕同主要晶圓代工廠開發銅
合金殘靶的循環經濟，提供
低碳、友善環境的解決方案

次世代記憶體

2025

為了更聚焦於先進半導體
領域，光洋科分拆子公司

XALLOY (創鉅先進材料)，
專責半導體領域相關業務

SEMI

Ru
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創鉅先進材料股份有限公司

董事⾧
Howard Cheng

鄭憲松

總經理
Gary Chung

鍾怡歡

製造單位
Manufacturing 

Division

• 光洋應用材料科技(股)公司 副總經理

業務單位
Business 
Division

研發單位
Research and 
Development 

Division

財務單位
Finance Division

人資單位
Human 

Resources 
Division

管理單位
Administration 

Division

採購單位
Purchasing 

Division

綠色材料專案單位
Green Material 
Project Division

品保單位
Quality Division

• 森鉅科技材料(股)公司 總經理

2025
成立

臺南市
總部

251
員工人數 (2025)

新台幣 4.31億
(~US$ 13.8 Mn)

資本額

經營團隊 - 由光洋科_半導體相關團隊分拆組成
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創鉅先進材料股份有限公司

產業發展 – 聚焦由AI與HPC所驅動的先進半導體材料需求

半導體先進製程半導體材料

Al伺服器 高效運算晶片

高階半導體 (先進製程)

半導體材料 (先進材料)

Al
高
速
運
算
商
機
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Al伺服器 (高速運算)



創鉅先進材料股份有限公司

前段先進製程 後段先進封裝 特殊製程與其他

半導體(先進節點)

公司業務 – 產品與服務 提供半導體先進材料與循環經濟商模

材料循環經濟商模

- 推進半導體材料 綠色供應 -
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創鉅先進材料股份有限公司

靶材 – 濺鍍製程的原料

微影 離子佈植

蝕刻

清潔/去光阻平坦化

薄膜沉積

半導體製程晶圓

靶材 (-)

電漿
半導體IC結構 : 由各式膜
層堆疊而成。

膜層的形成方式 : 濺鍍為
其中之㇐。

靶材為濺鍍製程的原物料 : 藉由電漿離子的
轟擊，將靶材原子打出來、沉積於晶圓上形
成薄膜。
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創鉅先進材料股份有限公司

銷售模式

廢料、殘靶
回收精煉

加工收入

料屬於客戶 客供料

客戶購入

創鉅自有原料

創鉅購入

含工帶料

來料加工

回收 產品

收入
(VAS)

收入
(貴金屬 + VAS)

收入
(VAS)
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創鉅先進材料股份有限公司

銷售模式 – 貴金屬循環經濟對營收的影響(以金靶為例)

廢料、殘靶
回收精煉

加工收入

料屬於客戶 客供料(70%)

創鉅購入
(30%)

創鉅自有原
料

創鉅購入
(100%)

收入
(VAS)

收入
(100%貴金屬 + VAS)

靶材只使用約30%，
殘留70%無法使用

Circular Economics (Provide Carbon Reduction Benefits to customer) 

殘
靶
由
創
鉅
回
收/

精
煉

殘
靶
賣
給
其
他
廠
商

收入
(30%貴金屬 + VAS)

首次交易的客戶
殘靶賣給其他廠商的客戶

循環經濟模式
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創鉅先進材料股份有限公司

財務數據
2026年Q22026年Q12025年年度會計項

目(仟元)

1,755,5231,355,804443,594營業收入

322,164395,774132,284營業毛利

18%29%30%毛利率(%)

82,79486,86862,667營業費用

239,370308,90669,617營業利益

14%23%16%營業利益率
(%)

6,594 (31,736)(1,412)營業外收入
及支出

245,964277,17068,205稅前淨利

206,416211,60454,564本期淨利

12%16%12%淨利率(%)

431,000431,000311,000股本合計
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2026年Q2
(註2)

2026年Q12025年
(註)

年度會計項目
(仟元)

1,151,702815,96765,531貴金屬材料

603,821539,836378,063非貴金屬及其他

1,755,5231,355,804443,594營業收入
合計

註1：
本公司設立於2025 年3 月14 日，並於2025年10 月1 日(分割基準日)
繼受由光洋科公司分割半導體事業之相關營業。

註2：
1.貴金屬材料：主要來自貴金屬相關材料之銷售。
2.非貴金屬及其他：非貴金屬材料、材料加工(VAS)及其他相關收入。



創鉅先進材料股份有限公司

毛利率變動分析

2026年Q22026年Q12025年年度會計項目
(仟元)

1,755,5231,355,804443,594營業收入
322,164395,774132,284營業毛利

18%29%30%毛利率(%)

140,99310,05825,200存貨跌價損失
463,157405,832157,484排除存貨評價

後毛利
26.4%29.9%35.50%排除存貨評價

影響後毛利率
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註1：
2026 Q2毛利率下降主要受存貨跌價損失約1.41億元影響；排除存貨評價因素後，Q2毛利率約26.4%，較帳面毛利率18%增加約8.0個百分點。



創鉅先進材料股份有限公司

財務數據 – 對貴金屬產品來說，營收受銷售模式的影響大

非貴金屬及其他
(X)

貴金屬原料
(Y)

H1/2026

營
收R

e
ve

n
u

e
 (X

+
Y)
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非貴金屬及其他
(X)

貴金屬原料
(Y)

非貴金屬及其他
(X)

貴金屬原料
(Y)

H2/2026

• 貴金屬價格
• 客戶拉貨的節奏
• 交易模式
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創鉅先進材料股份有限公司

電子產品越趨複雜，半導體製程
持續微縮，需要更多種類的材料
以及創新的解決方案

產業越來越重視循環經濟在地供應的重要性不斷提高

產業趨勢(㇐) 產業趨勢(二) 產業趨勢(三)

產業前景 – 驅動公司成⾧的產業趨勢

材料種類更多、量更大 在地化占比更高 綠色需求更多
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創鉅先進材料股份有限公司

67,500 
87,000 

2024 2029

全球半導體材料市場規模
(百萬美元) 

Source：IC Knowledge

90 nm
65 nm 40 nm

28 nm

16 nm

10 nm
5 nm

7 nm

3 nm

$0
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$800

$1,000

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

每
片

晶
圓

的
材

料
成

本

製程複雜度 (製程步驟道次)

聚焦於先進節點

由AI & HPC所驅動的
高度成⾧

Source：TECHCET, 2025/07

*包含晶圓、製程材料、設備耗材 & 封裝材料

1,350 
1,911 

2024 2029

全球半導體靶材市場規模
(百萬美元) 

產業趨勢 – 更複雜的晶片帶動更多的材料需求(種類&量)
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趨勢商機與創鉅 – 處於高增⾧市場並擁有強大的利基優勢

半導體先進材料的增⾧前景

Global Semiconductor Market (billion US$), WSTS, 2026/06

TSMC, 72.3%

Samsung, 6.5%
SMIC, 5.1%
UMC, 3.9%
GF, 3.3%

Others, 8.9%

創鉅已與客戶建立了緊密的夥伴關
係，這些客戶合計佔全球晶圓代工
市場總份額的近 八成以上。

在地供應鏈與穩固的客戶夥伴關係

材料市場的創新領域
由於晶界散射、表面散射和鉭阻擋層的影
響，導致窄線寬的導線電阻率急遽增加。

創鉅先進材料正處於高增⾧市場並擁有強大的

利基優勢，這些趨勢將為我們的營收及獲利帶來

成⾧~

1Q26 Revenue Market Share of Global Foundries, Trendforce, 2026/06



創鉅先進材料股份有限公司

核心技術能力與產能佈局
- 先進高階製程材料供應 -潔淨

高純

合金

精細

織構

再生

高純淨清洗
產能擴增

再生原料
產能擴增

塑性成型
產能擴增

精細加工
產能擴增

高純度精煉
產能擴增

高潔淨熔煉
設備擴增

資本支出 – 未來3-5年投資7-15億元 擴充生產與研發量能

創鉅先進材料未來3-5年將投資7-15億元，擴充生產與研發量能，加速高值化半導體材料的戰略佈局~
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創鉅先進材料股份有限公司

-感謝聆聽 -

創鉅先進材料股份有限公司

Q & A

聯繫資訊
Email: IR@xalloy.com.tw
電話: 886-6-3840199

第22頁


